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ELEKTROPLATING KROM(III) PADA TEMBAGA
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INTISARI

Dalam peneltian ini kandisi cptimum pafapisan kramillly pada tembagz dengan cara elektraplating
didapalkan pada vollase 4.5 valt, waklu plzting B0 manit dengan pengadukan larutan plating gengan
kompasisi H:BO: 015 M, HCOOH 01 M; CrClh 01 M; KCI 035 M dan NaH.20, 004 M,
Fenambanan konsentrazi hipofosfit dalam larutan akan menaikkan kekerasan dan penampoiian hasil

elektroplating krom.

Fala kunel srom{il), eleftroplating, hipofosfit

ABESTRACT

In this researeh, the aglimum candition ef eleciroplating chrome{lll) to capper is the veltage 4.5 valt
olating tims 81 minutzs with stiming of sgiution, The eplimum compesition of plating salution is H,B0,
015 &, HCOOH G M, CrCly 0.1 M; KCE 0.35 M and NaH;FO: 004 M, Hypophospite campound
increased the daposit of chromadlll) and to improved the hardnass 2nd periomance af eappar,

Kepwords: chrome(iNl, glecirapialing, hypophospile

PENDAHULUAN

Cilinat dzn kegunazn logem krom s=bagal salah
satu bahan peianis menunjukkan perkembangan
veng sangst pesat, seperi dalam proses industri
digplikasikan pada peralatan industi mizainya
kamponen mesin enun, masin pabik kerlas dan
lain sabzgainya. "

Hal tersebut didzsarkan atas kenyvataan
behar krom memilik sifat=sifat khusus seperti
derajal  kekuatan yang tinggi maupun  zifal-
gifalnya tahan ternadap korasi, kekerazan yang
tinggl, tahan garss dan gesekan Sarla dapat
rmengnastlkan pErMUkEan  yang  cemerliang,
g=hingga dapst memperindah  beniuk  benda
y2n3 dilanisi

Sejauh ini tzori ientang masalah laknik
pelapisen  khrom  keras ierus  diksmbangkan
khususnva  perihal katalis. Akan ietapi juga
terdapal  berpagal hal lain yang masih manjadi
masalzh dalam proses palapisan kram xeras i

sandin Bzbherapa naramater sangat
mempangaruhi  hasil pelapisan  tarsebut dan
inifan ¥ang menjadi [atar belakang dilakukan
penslitian.

Tujuar  penglitian  ini adalah  unlux
rmendapatkan kondisi epimum dari plating alad
pelapisan  kramilll) sehingge diparalen  hasil
pelzpizan yang bzik dengan manelil berbagai
pengarun bsherapa kondisi aperasi  sepert
wakty plating, volizse yang digunakan untuk

operasi platng  dan pensntuan pengarubk
konsantrasi zzb-zat penyusun lardtan olating,
Lebih jauh penslitizn ini akar bermanfzal untuk
memisrikan kexerasan, daya tzhan tzrhadzp
korosi tahan goresan dan tzhan panas pada
substrat  tembags. DI samping  itu  akan
bermanfaal untuk memperindah permukaan dzn
banar tembagz yvang dislektroplating

METODE PEMELITIAN

Eahan kimia

Zlopwalch, oven, naraca analifik, termometer,
DC Pawer supply, Rociwell hardnes teslar, dan
mikroskop optik lige Optihot 100 2.

Alat yang digunakan

Banan vyang digunakan dzlem penelitian ini
gdalah CrCly, HiBQ;, HCOOH, NaH,PO, 2H,0,
HYOy, dan plat tambzaga

Metodalogi

FPersiapan substrat yang akan ditapisi

Flal tembzaga yang akan difapisi dipotong-potong
dangan ukuram @ cm ¥ 12 cm dengan ketzbalan 5
mm, Untuk proses penghilangan karat, plat
tembaga  tersabut diampelzs dengan  keras
amplas halus dan dicelupkan dalam farutan
HMOy 2 Msalama 1 menit.
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Pergiapan laritan plating

Univk pembuaian larutan plating, dipersiapkan
dengan cara mencampurkan  bahan-bahar ai
2las dari masing-masing larutan induknya dan
diencerkan dengan aguadest sampai voluma 50
mL. Adapun konsenirasl lerotan induknya untuk
CrCt, adelzh 180 gil, untuk H:BO; 10 giL
HZOOH 40 g/l dan NaH;PO, 25 gil

Kondisi operasi untuk prozes plating

Fengzruh valtase  ferhadap fzju plaling,
dilzkukzn pada vaoliase 4 sampei dengan 10 volt
menggunzkan berbagal komposisi lerutan Orlls,
HaBO,, HODOH dan hipafashil,

Fengaruh  wekie  plaing terhadap
parlambahan depaosit, dikerjakan dalam renlang
wakiu 10 sampai ds=ngEn 7O menit dengan
manggunzkan berbegal komposis larulan
Flating,

Fengaruh konsentrazi Crlly  vang
dipelajar adaleh anlare 30 sampai 150 all
dengan menggunakan berbagzl  =omposisi
lzretan H:BDy, HCOOOCH dan hipofosfit dengan
vaitase can wasiu |:.£|1'n-;| [erentu.

Fengaruh konzantrazi hipofoshit diamald
antare & sampai 25 g/L dengan menggunakan
mengaurakan berbaga komposisi larulan Srll,
H,BO, HCOOH dengzn voltasa dan wakio
pigting terizniw,

Fengaruh kongentrazi HCOOOH dani O
gsampai 10 g/L dangan menggunakan kamposis
lzrotan Orills, H:BOs dan hipofosfii dengan
vallasa dgn wakiu plating terentw.,

Fongerfaan plating

Diimbeng benda  kerfa  [(substral tembaga)
zghagal berat awal, kemudian benda kerja
ersebut dihubunckan dengan alat elekirclisiz
yarg telzh dilengkapl dengan caty daya atau
arus DG dengan benda kerja sebagai katoda dan
plat P2 sebagei anods. Selanjwinys keduzs plat
tersebut dicelupkan kedalam beker gelas yang
telah berisi larutan plaling untuk proses pelapisan
srom kerss seswEi dengan kondisi opsrasi yang
iglah ditentukan .

Solelah seleza proses pelapizan benda
#arja dibilas dengan squadest dan keringkan lzlu
ditimbang kembali, Hasil plating yang didapat ini
romudian divji mutunya dengan malakukan uji
kekerzsan dengan menggunaken 2let herdnes
iester dan mehbat permukaan vang dihasilkan
dengan menggunakan mikroskop oplik,

Pengufian kekerasan hasil elektroplating

Hasil elzktroplzting ditentuksn kekerarzsannaya
dengan memskai Rockwell hardnes tester.

I35H - 0BZ3-B018

Fota permukasan fembaga

Hasil eleklroplating difote permukaannya
menggunzkan alal mikroskop optik tipe Optihet
003

HASIL DAN DISKLS|

Froseniase pertambahan berat tembaga yang
cilapizi dengan melada elaktroplzting termyata
gangal dipengarchi alzh veoltese dan wakiu
plating serta psnosdukan larutan plating. Larulan
plating dituat sedemikian rupa sehinoga tidzk
mermbsrizzn pengaruh f@in selain katiga pameter
tersshut,

Violtzse vang rendah zampal 4.5 wvali
memEarixan perlambakan berai tembega yang
makzimal. Peningkatan volizse selanjuinys tidsk
menambah berat lembagzs, Leruten pleting vang
dipakai mengandung CrCly sebesar 01 M
sehingga konduktivitasnya tidak terlalu besar
den kondisi ini menguntungkan. Barzl maksimum
pada volizse 4.5 wall memberikan indikasi 12lah
cukup lersedia elaktron yang dipsriukan unfuk
meracuksl ion kram dalam lzruian plating.

Lamanya wektue plating  meneniukan
lerhadap ketebslan dan hasil pelapizan yano
diperalets,  Wizkiu  platng sampai 50 menit
memberikan perambahan berat deposit yang
semakin besar. Unluk wakiu plating yang lshin
lama prosentase berst  fernyaia semakin
menurun. Hzl ini kemungkinan disebabkan olah
kenaikan lemperatur larutan karena perlambahan
wakiy  plaiing. Secara leonlis  kenzikan
temperatur bak oplating sebssar 2° C dapat
mengakibatzan berkurangnyz tebsl lapizan yang
lerbentuk, *

Dengan  adanva  pengadukan  larulan
Flating mamberikan perubahan beral deposit,
Fengadukan axan meningkatkan jumlzh deposit
dan dihasilkan deposil yang merata ksiebzlznnya
dipermukaan tembaga. Pangedukzn sken tstap
menghasilkan lansdan yeng homogen sehingos
krom akxzn merzta di setiap bagian larutan. Hal
ini skan mencegah minimya larulan kram di
sekilar katoda atau plat iambaga.

Asam beorak dalam  larutan berfungszi
sebsgal larutan elektralil dan sekaligus kalalis
reaksi elektroplating. Pengaruh H.BD. terhadap
prosentasi  pertambaban berat  fembaga
diperlihatkan pada Gambar 1.

Fada konsentrasi H:BOs 0,15 M ternyata
menghzsilkan prosentasi berat yvang terbesar.
Larutan plating yang mengandung HiBOs lebih
kecl der 015 M memberikan deposit vang
rendzh, kereng dava hantar listrik lardtan plating
juga rendzh, Sedangkan pada konsantrasi HyB0,
yang lsbih besar dari 0,15 M deposil yang
dihasilkgn sedikit. Jika jumlah H,BO; banyak,
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maka di sekilar kaloda akan terdzpat ian H” yang
berasal dasi zir den asam borak dalam jumlah
yang obesar sehingga fidak semuz ion iu dapat
dinelralkan olah muatan kstads  wntuk
manghasikan gas Hs Dsngzn demikian proses
deposisi krom pada kateda menjadi terhambat
yang Eengakibatkan prosentasi beral depasit
turumn. ™

ahpperar

Frelian

T Pl
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Gambar 1. Pengarch konsentrasl HaBOs terbadap
prosentas pertambahan Berat lembaga

Fenzmbahan ssam format ke dalam
lFruian plasing digunakan uniuk memoengaruni
sekerazan  lapizal  yang  terbentuk  pada
permuxaan  tembaga. Azam  formal bersifal
zebagsl redukior xual dan akan mengalami
orazes cesidas d dalam bak plating. Pengaruh
azam format {erhadap prosentass perizmbzhan
feratiembaga ditampilkan dalam Sambar 2.
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Gambar 2. Pengaruh ®onssntrazsi @sam  formal

terhzdap orosenlass perambzhan berat tembaga

Dan Gambar 2, ferlihat prosentasi baral daposit
meningkat dengan berdembaknyva konsenirasi
HCOOH sampai 0,1 M dan pada konsenirgsi
varg lzbih tinggi termya deposit bercurang, Asam
farmat s2hagai redukior kuat pada kansenirasi
2.1 M berfungsi cptimal mereduksi asam kromas
farutan menjadi  kram sehingga deposil
menirgkat. skan lelapl pada konsentraszi vang
lebih bngai jumlahnya menjadi larlaly besar untuk
dapal  leroksidasi  dalam larutan  sshingga
xemampuznnya unluk mereduksi azam kromat
meanjadi berkurang

wonsenbrasi Crly dalam larutzn sebasar
2.1 B omencnjukzan kondisi cpiimal terhzdag
penambahan  prosentasi berat deposit  Pada

ISSM - OBS3-BO18

wonzentrasi yang lebih rendzh dan lebih lingal
lapizan krom vyang terbentuk sangal sedikil
Fengaruh konsentrasi CrCly dapat diliha! pada
Caambar 3.
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Gamber 3.  Pergarsh konsenirasi Crily terhzdag

prozentase poriambshan berat tembaga

Pada kansentrasi 0,1 M persandingan jumlsh
antara Crlly dan katzlis dalam keadaan setara.

Sebaliknygz pada konsenfresi  veng lain
perbandingan tersebut tida% seimbang 2ehinoga
deposil vang mensmpel pada katoda mensjadi

berkurang '

Garem KO vano berada dalam lzruten
plaiing ternyata turun memberkan pengaruh
lerhadap jumlzh depeosit. Dalam Gambar 4
ditampitkan pengarch BC arssbot
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Gambar 4. Pengarch  konssniras
Froseniase perambahan bherad lembaga

KC! ternadap

Perlambzhan prosentase beral deposit
meningkat sampai konsentrasi KC1 0,35 M 0
atas konssnirasi tersebul  perlambahan
prasznfase berat menjadi Wwiun Garam KGO
delzm [znitzn plating merupakan aditif yang
berfungsi sebagai panghalang perumbuhan inti
depasit lanjutan dan biasz adisf akan melekat
atau terzarap aleh permukazn, Dengan adanys
aditif ini dapal menghasilkan deposit dengan
butiran yanyg halus

Malrium  hipofosfit  dapat  berfungsi
s=bagsi reduklor dalam prosss  elektroplating
szbagaimana halnya yang terjzdi pada proses
nirelektie™  Pengaruth  MaHPO; terhadsp
perambzhan  prosenlass bsrat depasit
diperihatkan dalam Gambar 5
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Gambar 5. Pengaruh kenssntrasi WaH: 70z terhadzp
cerambahan prosenlzss berzl lembaga

Feningkalan konzentrasi hipofozfit dalam
larutan plating sampai 004 M menyebabkan
prozenlaze perambaban beral wrdl meringkat,
Cengan semakin bertambahnya hipafosfit dalam
larutan mzka semakin beser pula jumliah elextron
yang dibebaskan pada proses cksidasi. Akibat
peningkatzn jumiah elektron tersebut jumiah on
krom vang  lereduksi dan menempel pada
pErmukEan  fembaga juga  bertambah. Pada
konsentrasl yang labin tinggl hipofosfit fidak
begily mempangzarubi pertambahan prosentass
Ceral. Pada kondisi tersebut jumlzh sisktran yang
tersedia l=lah cukup uniuk meredussi icn krom
yang adg 52hingge deposit tida® akan meningkat
lzgi

Kekerazan hasil elekiroplating yang digji
dengan peralalian Acckwsl hardnsss  fssisr
dregjiwzn delam Teksl 1

Zenvawa hipofosfit dalam larutan plating

gaxan  mempsngaruhi kekerazan  substrat
izmbage. Kekerasan szubstrat sebefum proses
slektreplatng  sebezar 12,80 RHz (Rackwsll
nardress a)
Tabet 1. Fengarch hipofosht isrhacap ksksrasan
substrat ternbaga
Ba. Parlakuan plat Kakarzsan, Rha
1. | Flal lambaga 12,80
| 2. | o,00M hipafasiit 24 57
20| 0,08 M hipofosfit 2863
4. | 0,02 M hipafosfit 20,57
|_ 5. | 0,04 M hipofosfit 31,40

Dengan perambahan hpafasfit, deposit semakin
maningkzt den menjadi lebih kuat, Hal ini dzpat
mempetinggi rekerazan subsirat  yang
diperlaxukan. Pada penelitian ini kekerazan
ferlingsl didapatkan pada konsentrasi hipofosfit
0,04 M sebasgar 31,40 BEHa,

I155M ) 0353-8018

Fole permuksan plat tembacs  hasil
elekiraplating ditampilkan dalam Gambesr 6
bawah .

Gambar 8. Foto permukaan tembzga yang telah
diplating padz kondisi oplimum, a=tznpz nipolosht,
b=dengan hipafasdl

Dari  pengamztan  terhadap  fels
permukaan lembage didapalkan permukzan
tembaga hasil pleting dengan farulan yeng
mengandung  hipofosfit  lebin meraia  jika
dibandingkan dengan yang lanpa mengandung
hipofasfit, Dengan adanya hipafasfit, krom akan
lebih  menyebar dalam  laruten plating  dan
terdeposisi merata pada psrmukaan tembaga.

KESIMPULAN

Dalam operasi elektraplaling  krem(ll)  pads
substrat tembaga, voltzse 4.5 wolt, wekte plating
60 menit dan dengzn pengadukan larutan plating
marmberken  prosentase perlambzhan berat
lerbesar terhgdap tembaga. Kondisi optimem
larutan pizfing adalah pada kompoosisi HBOs
015 M HCOOH 0% & CrCl, 001 My KCL 0,25 M
dan MaH,PD, 30,04 M. Penambezhan konsentrasi
hipofesfit  dalam  larutan  plating  akan
meningkatkan kekerasan dan penampilan hasil
elektropiating Krom.
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